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Abstract (fr)
La présente invention concerne un procédé de réalisation d'un châton (1) de sertissage d'un objet (O) sur une surface d'un substrat (2) non-ductile,
ledit châton (1) comportant une ceinture (11) formant un siège d'appui d'un dit objet (O) et une pluralité de griffes déformables (12) réparties à la
périphérie de la ceinture (11) et présentant une longueur telle qu'une extrémité libre au moins de chaque griffe puisse être repliée contre l'objet
une fois ce dernier sis dans la ceinture, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :- Métallisation d'une portion au moins de la surface
dudit substrat sur laquelle le châton doit être formé ;- Réalisation de la ceinture du châton dans la portion de surface du substrat préalablement
métallisée ;- Réalisation des griffes par dépôt des fils métalliques (4) sur la portion de surface du substrat préalablement métallisée à la périphérie
de la ceintureL'invention concerne également un procédé de sertissage et une pièce d'horlogerie ou de joaillerie comportant un substrat non-ductile
(2) et un châton de sertissage (1) d'un objet (O) agencé sur une surface dudit substrat obtenu selon le procédé de l'invention
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